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(57) Abstract: The invention relates 
to a device for inspecting and rotating 
electronic components, particularly flip 
chips, comprising a component (14) which 
is rotatably mounted at a position of rotation 
(17) and which is used to rotate electric 
components. A first receiving element (19) 
is fixed to the outer side of the component 
(14) in order to receive a single electronic 
component of a carrier (14) and to secure it 
during a rotational movement (15, 16; 15a) 
of the component (14). A second receiving 
element (20) is arranged on the outer side 
of the component (14) opposite the first 
receiving element (19) in relation to the point 
of rotation (17) such that when the component 
(14) is rotated (15,16) by 180° it respectively 
faces the carrier (11), and a through opening 
(28) is arranged in the component (14) 
between the receiving elements (19,20) such 
that when the component (14) is rotated 
(15,16) by 90° or 270° the through opening 
(28) faces the carrier (11). The invention 
relates to a method for inspecting and rotating 
electronic components, particularly flipchips. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Uberpriifen und Umdrehen elektronischer Bauelemente, ins- 
besondere Flipchips, mit einem an einem Drehpunkt (17) drehbar gelagerten Bauteil (14) zum Umdrehen der elektronischen Baue- 
lemente, wobei an dem Bauteil (14) auBenseitig ein erstes Aufnahmeelement (19) zum Aufnehmen eines einzelnen elektronischen 
Bauelementes von einem Trager (14) und des sen Festhalten wahrend einer Drehbewegung (15, 16; 15 a) des Bauteils (14) befestigt 
ist, wobei ein zweites Aufnahmeelement (20) dem ersten Aufnahmeelement (19) beziiglich dem Drehpunkt (17) gegeniiberliegend 
derart auBenseitig an dem Bauteil (14) angeordnet ist, dass jeweils ein Aufnahmeelement (19, 20) bei jeder Drehung (15,16) des 
Bauteils (14) um 180° dem Trager (11) zugewandt ist, und dass in dem Bauteil (14) zwischen den Aufnahmeelementen (19, 20) eine 
Durchgangsoffhung (28) derart angeordnet ist, dass die Durchgangsoffnung (28) bei einer Drehung (15,16) des Bauteils (14) um 
90° oder 270° dem Trager (11) zugewandt ist. Es wird ein Verfahren zum Uberpriifen und Umdrehen elektronischer Bauelemente, 
insbesondere Flipchips beschrieben. 
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Vorrichtung und Verfahren zum Uberprufen und Umdrehen elektronischer Bauelemente 



Beschreibung 

Die Erfindung betriffl eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Oberprtifen und Umdrehen 
elektronischer Bauelemente, insbesondere Flipchips, mit einem an einem Drehpunkt drehbar 
gelagerten Bauteil zum Umdrehen der elektronischen Bauelemente, wobei an dem Bauteil 
5 auiSenseitig ein erstes Aufnahmeelement zum Aufnehmen eines einzelnen elektronischen 
Bauelementes von einem Trager und dessen Festhalten wahrend einer Drehbewegung des 
Bauteils befestigt ist, gemaS den Oberbegriffen der Patentanspruche 1 und 7. 

Bei Verfahren, die auf einem Flipchip-Prinzip basieren, werden bekannterweise einzelne in 
1 0 einem Verbund getrennt voneinander angeordnete elektronische Bauteile, wie in einem Wa- 
fer angeordnete Halbleiterchips, wobei der Wafer wiederum auf einer dehnbaren Tragerfolie 
aufgesetzt ist, von dieser Tragerfolie aufgenommen und umgedreht, also auf den Kopf ge- 
stellt, urn sie in der umgedrehten Lage fur das sich anschlieliende Die-Bond bzw. Die-Sort 
abzulegen. Hierfur wird der einzelne Chip zunachst von der Riickseite der Tragerfolie her 
15 mittels einer Nadel, dem sogenannten Die-Ejector abgelost und mit einem von der Vordersei- 
te beziehungsweise von oben herangefuhrten Aufnahmeelement, wie einer Vakuumpipette, 
ubernommen. Die Vakuumpipette ist hierfur in der Regel als Fliptool an einem Fliphead eines 
um einen Drehpunkt drehbar gelagerten Bauteiles angeordnet und halt den aufgenommenen 
Chip wahrend einer 180°-Drehung des drehbaren Bauteils fest. Nach der stattgefundenen 
2 0 1 80°-Drehung wird der auf diese Weise umgedrehte Chip von einem Pick-and-PIace- 

Element an seiner Riickseite aufgenommen, um den Chip in umgedrehter Lage anschlie- 
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Bend zu der gewunschten Position, beispielsweise innerhalb eines Smartcard-Moduls, zu 
transportieren. 

Urn die Oberflache des einzelnen noch auf dern Trager angeordneten Chip vor seiner Auf- 
5 nahme auf Unversehrtheit zu Oberprufen und zugleich eine Prufung seiner korrekten Lage- 
position vor dessen Aufnahme durchfuhren zu konnen, ist oberhalb des drehbaren Bauteiles 
eine erste optische Einrichtung, beispielsweise eine Kamera, zur Inspektion des Wafers an- 
geordnet. Da eine senkrecht zur Oberflache des Wafers und des Chip ausgerichtete optische 
Verbindungslinie zwischen der ersten optischen Einrichtung und der Waferoberflache fur 
1 0 eine optimierte Oberpriilung wichtig ist, ist die Kamera direkt oberhalb des aufzunehmenden 
Chips angeordnet. Deshalb muss das drehbare Bauteil aus der vertikal verlaufenden opti- 
schen Verbindungslinie jedesmal vor der Aufnahme eines Chip herausgedreht werden, urn 
eine sogenannte Waferinspektion durchfuhren zu konnen. 

15 Dies hat folgenden sequentiell stattfindenden Verfahrensablauf fur jeden Flipchip zur Folge: 
Zunachst muss eine Oberprufung der Oberflache des aufzunehmenden Chips mittels der 
Kamera durchgefuhrt werden. AnschlieBend findet ein Hineindrehen des Flipheads in die 
optische Verbindungslinie statt, urn mittels der daran befestigten Vakuumpipette den Chip an 
seiner oberseitigen Oberflache aufeunehmen. Nun wird der Chip mittels des drehbaren Bau~ 

2 0 teils, dessen Drehachse aufierhalb der optischen Verbindungslinie angeordnet ist, um 180° 

derart gedreht, dass sich der Fliphead in einer umgedrehten Lage auSerhalb der optischen 
Verbindungslinie befindet Eine mittels einer zweiten optischen Einrichtung in Form einer 
Kamera durchgefuhrte weitere Oberprufiing der Lageposition des Chips soil Daten zu einem 
Flipoffset des geflippten Chip liefern. Danach wird der geflippte bzw. umgedrehte Chip an 
25 eine Ablegeeinrichtung in Form eines Placehead ubergeben, und eine Korrektur des Flipoff- 
sets aufgrund ubergebener Korrekturwerte durchgefuhrt. 

Ein derartiger Ablauf aufeinanderfolgender Schritte hat einen hohen Zeitaufwand fur das 
gesamte Verfahren zum Oberprufen und Umdrehen eines Chips zur Folge und mindert da- 

3 0 durch den Durchsatz der Vorrichtung. Damit verursacht er auch hohere Betriebskosten. 

Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein 
Verfahren zum Oberprufen und Umdrehen elektronischer Bauteile, insbesondere Flipchips, 
mit einem drehbaren Bauteil zum Umdrehen der Bauelemente zur Verfugung zu stellen, wel- 
3 5 che zeit- und kostensparend sind. 
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Diese Aufgabe wird vorrichtungsseitig gemali den Merkmaien des Patentanspruches 1 und 
verfahrensseitig gemaS den Merkmaien des Patentanspruches 7 gelost. 

5 Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass bei einer Vorrichtung zum Oberprufen 
und Umdrehen elektronischer Bauelemente, wie Flipchips, mit einem an einem Drehpunkt 
drehbar gelagerten Bauteil zum Umdrehen der elektronischen Bauelemente, an dem aulien- 
seitig ein erstes Aufnahmeelement zum Aufnehmen ernes einzelnen Bauelements von einem 
Trager und dessen Festhalten wahrend einer Drehbewegung befestigt ist, ein zweites Auf- 

1 0 nahmeelement dem ersten Aufnahmeelement bezugiich dem Drehpunkt gegeniiberliegend 
derart auftenseitig am Bauteil angeordnet ist, dass jeweils ein Aufnahmeelement bei jeder 
Drehung des Bauteils um 180° dem Trager zugewandt ist. Zudem weist das Bauteil zwi- 
schen den Aufnahrneelementen eine Durchgangsoffnung derart auf, dass die Durchgangs- 
offnung bei einer Drehung des drehbaren Bauteils um 90° oder 270° dem Trager zugewandt 

15 ist. Auf diese Weise kann wahrend einer 180°-Drehung des drehbaren Bauteiles zunachst 
der Chip von dem Trager durch das beispielsweise als Vakuumpipette ausgebildete erste 
Aufnahmeelement aufgenommen werden, nach einer Drehung um die ersten 90° eine opti- 
sche Verbindungslinie zwischen einer oberhalb des drehbaren Bauteils angeordneten ersten 
optischen Einrichtung zum Oberprufen der Oberflache und der korrekten Lageposition eines 

2 0 weiteren auf dem Trager angeordneten Chips aufgrund der vertikal ausgerichteten Durch- 
gangsoffnung und ein Ablegen des mittlerweile umgedrehten Chips nach einer stattgefunde- 
nen 180°-Drehung auf einer ebenso oberhalb des drehbaren Bauteils angeordneten und 
verschiebbaren Ablegeeinrichtung stattfinden. Zugleich wird mittels des zweiten ebenso als 
Vakuumpipette ausbildbaren Aufnahmeelementes das weitere Bauteil von dem Trager auf- 

25 genommen, da mittlerweile das zweite Aufnahmeelement uber der Waferoberflache ange- 
ordnet ist. Eine sich anschlieliende weitere 180°-Drehung in umgekehrter Richtung des 
drehbaren Bauteiles hat einen erneuten Ablauf des oben beschriebenen Verfahrens zur Fol- 

ge. 

30 Da innerhalb einer einzigen 180°-Drehung des drehbaren erfindungsgemalS ausgestalteten 
Bauteils eine Wafer-lnspektion, ein Auf- und Ablegen des Chips sowie dessen Umdrehen 
und zudem die Aufnahme eines weiteren Chips erfolgen kann, wird hierdurch eine erhebliche 
Zeiterspamis erreicht. Dies erhdht den Durchsatz der gesamten Vorrichtung erheblich und 
reduziert somit die Betriebskosten der Vorrichtung. 

35 
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Gemali einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das erste Aufnahmeelement an einem ersten 
Vorsprung und das zweite Aufnahmeelement an einem zweiten Vorsprung des Bauteils be- 
festigt Die Durchgangsoffnung kann dann zwischen den Vorsprungen als ein an einer seiner 
Langsseiten offener Durchgangskanal ausgebildet sein. Dies hat zur Folge, dass nicht nur 
5 die Vakuumpipetten in optimierter Weise an dem drehbaren Bauteil befestigbar sind, son- 
dern auch eine einfache Herstellung des Durchgangskanals durch einen Frasvorgang und 
somit eine kostengunstige Herstellung moglich ist. Zudem wird durch eine derartige Ausbil- 
dung des drehbaren Bauteiles erreicht, dass eine senkrecht zum Veriauf des Durchgangska- 
nals sich erstreckende Drehachse nicht sichthindernd fur die erste optische Einrichtung in- 
1 0 nerhalb des Durchgangskanals angeordnet ist. 

Vorzugsweise ist eine zweite optische Einrichtung in Form einer Kamera zur Oberprufung 
einer korrekten Lage des bereits umgedrehten und gegebenenfalls abgelegten Chips ange- 
ordnet, um einen Flipoffeet ermitteln zu konnen und dementsprechend Korrekturdaten an die 
15 Ablegeeinrichtung zur Korrektur der Chiplage weitergeben zu konnen. 

Die erste optische Einrichtung wird mit einer vorbestimmbaren Zeitverzogerung nach einem 
Hineindrehen bzw. Hineinschwenken der Durchgangsoffnung in die optische Verbindungsli- 
nie zwischen der ersten optischen Einrichtung und dem zu uberpriifenden auf dem Trager 
2 0 angeordneten Chip aktiviert. Auf diese Weise lassen sich bedingt durch die sich mit dem 
Bauteil drehenden Vorsprunge hervorgerufenen verwischten Bilder zuverlassig vermeiden. 

Weitere vorteilhafte Ausfiihrungsformen ergeben sich aus den Unteranspriichen. 

25 Vorteile und ZweckmaBigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der 
Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 in einer schematischen Vorderansicht eine Vorrichtung zum Oberpriifen 

und Umdrehen von Halbleiterchips gemali dem Stand der Technik; 

30 

Fig. 2 in einer schematischen Vorderansicht eine Vorrichtung zum Oberpriifen 

und Umdrehen von Halbleiterchips gemaft einer Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung; 
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Fig. 3 



in einer perspektivischen Ansicht ein drehbares Bauteil fur die Vorrichtung 
zum Oberprufen und Umdrehen von Halbleiterchips gemali einer AusfOh- 
rungsform der Erfindung; 



5 Fig. 4 



in einer schematischen Seitenansicht das in Fig. 3 gezeigte drehbare Bau- 
teil; 



Fig. 5 



in einer schematischen Vorderansicht eine Darstellung des Prinzips des 
erfindungsgemalJen Verfahrens; und 



10 



Fig. 6 



in einer schematischen Darstellung Oberprufungsbereiche fur eine links- 
und rechtsherum gedrehte DurchgangsofFnung innerhalb des drehbaren 
Bauteiies. 



15 Wie der Fig. 1 in einer schematischen Vorderansicht zu entnehmen ist, ist bisher gemali 
dem Stand der Technikfiir die Ablosung einzelner hier nicht gezeigter Halbleiterchips aus 
einem Wafer bzw. von dessen Trager 1 mittels einem Die-Ejector 2, ein drehbares Bauteil 3 
verwendet worden, welches durch die Ausbildung einer in die Zeichenebene hineinragenden 
Drehachse fur die Ausbildung eines Drehpunktes 4 am linksseitigen Ende des Bauteiies ein 

2 0 Hinein- und Herausschwenken eines Flipheads 5 mit einem daran angeordneten Aufnahme- 

element 6 aus einer optischen Verbindungslinie zwischen einer ersten optischen Einrich- 
tung 7 und der Waferoberflache ermoglicht Die durchgezogenen Linien des Flipheads stel- 
len eine Aufnahme- bzw. Pick-Position des aufzunehmenden Chips dar, wohingegen die 
gepunkteten Linien des Flipheads 5 eine sich an den Aufnahmevorgang anschlieliende 
25 Ablegeposition bzw. Place-Position auf einer Ablegeeinrichtung 8 wiedergeben. Die Able- 

geeinrichtung 8 weist ebenso ein Aufnahmeelement 9 beispielsweise in Form einer Vakuum- 
pipette auf, urn den nun umgedrehten Chip durch Verschieben des Ablegeeinrichtung 8 bei- 
spielsweise innerhalb eines Smartcard-Moduls abzulegen. 

3 0 Ein derartiges drehbares Bauteil weist zum einen nur ein Aufnahmeelement auf und erfordert 

zum anderen den bereits beschriebenen sequentiellen zeitraubenden Verfahrensablauf. 

In Fig. 2 ist in einer schematischen Vorderansicht eine Vorrichtung zum Oberprufen und Um- 
drehen von Halbleiterchips gemali einer Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt. Dieser 
3 5 Darstellung ist zu entnehmen, dass oberhalb eines Wafers und einen damit verbundenen 
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Tragers 11 mit einer Waferoberflache 11a, aus dem einzelne Halbleiterchips mittels eines 
Die-Ejectors 12 von unten nach oben ausgestossen werden, ein drehbares Bauteil 14 derart 
angeordnet fst, dass es sich bei einer durchgefuhrten Drehung 15, 16 um einen Drehpunkt 
17, der oberhalb des aufzunehmenden Chips angeordnet ist, dreht. Der Wafer kann mit dem 
5 Trager 11 in x- bzw. y-Richtung verschoben werden, wie es durch den Doppelpfeil 13 ange- 
deutet wird. 

Das drehbare Bauteil 14 weist an backenartigen Vorsprungen 18a und 18b zwei sich gege- 
nuberliegende Aufnahmeelemente 19, 20 - beispielsweise in Form von Vakuumpipetten - 

1 0 auf, die ein zeitgleiches Auf- und Ablegen von zwei Halbleiter-Chips ermoglichen. Es kann 
namlich die erste Vakuumpipette 19 einen Halbleiter-Chip von dem Trager 1 1 aufnehmen, 
wahrend die zweite Vakuumpipette 20 einen weiteren Halbleiterchip auf einer Abiegeeinrich- 
tung 21, welche beispielsweise mit einer weitere Vakuumpipette 22 ausgestattet sein kann, 
ablegt AnschlieRend wird die Ablegeeinrichtung 21 seitlich verschoben, wie es durch den 

1 5 Doppelpfeil 24 angedeutet wird. 

Nahezu zeitgleich dreht sich das drehbare Bauteil 14 um seinen Drehpunkt 17 - diesmal in 
entgegengesetzter Richtung zu der vorangegangenen Drehung -, wobei nach einer 90°- 
Drehung eine in dem drehbaren Bauteil 14 angeordnete hier nicht gezeigte Durchgangsoff- 

2 0 nung einen Sichtkanal 23a von einer ersten optischen Einrichtung 23 vertikal verlaufend 

durch das Bauteil 14 hindurch bis hin zu der Oberflache 11a des mit dem Wafer bedeckten 
Tragers 1 1 zu einem weiteren Halbleiterchip erzeugt. 

Dieser Sichtkanal dient dazu, eine Kurzzeit-Aufnahme durch die als Kamera ausgebildete 
25 erste optische Einrichtung 23 von dem zukunftig aufzunehmenden weiteren Halbleiter-Chip 
auf dem Trager 11 fur dessen Uberprufung der Oberflache und seiner korrekten Lagepositi- 
on durchzufuhren. 

Sobald das drehbare Bauteil 14 seine 180°-Drehung nach weiteren 90° beendet hat, findet 

3 0 die Aufnahme des weiteren Halbleiterchips durch die zweite Vakuumpipette 20 statt. 

Eine zweite optische Einrichtung in Form einer Die-on-Fly-Kamera 25 ist zur Oberpriifung 
eines Flipoffsets des bereits umgedrehten Chips angeordnet. Sie errechnet im Falle des Vor- 
liegens eines Flipoffsets entsprechende Korrekturdaten und gibt diese an das sich einstellba- 
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re Place-Element 21 weiter. Das Place-Element 21 legt anschlieftend des Chip in einem In- 
dexer 26 ab, wobei dessen Lageposition durch eine weitere Kamera 27 uberpruft wird. 

In Fig. 3 ist in einer perspektivischen Ansicht eine mogliche Ausfuhrungsform eines drehba- 
5 ren Bauteiles 14 fur dessen Anordnung in einer erfindungsgemaBen Vorrichtung zum Uber- 
priifen und Umdrehen von elektronischen Bauelementen gezeigt. Wie der Darstellung zu 
entnehmen ist, ist das drehbare Bauteil mit an seinem Drehpunkt 17 mit einem Loch zur Auf- 
nahme einer hier nicht gezeigten Drehachse, urn welche sich das Bauteil 14 dreht, ausge- 
stattet. 

10 

Die backenformig ausgebildeten Vorspriinge 18a und 18b dienen zur Aufnahme und Befesti- 
gung von hier nicht gezeigten Aufnahmeelementen, die beispielsweise als Vakuumpipetten 
ausgebildet sein konnen. 

15 Die Durchgangsoffnung 28 ist in diesem Fail als an einer Langsseite offener Durchgangska- 
nal, der auf einfache Weise in das Bauteil hineingefrast wurde, ausgebildet. 

Wie Fig. 4 in einer Seitenansicht des drehbaren Bauteiles zu entnehmen ist, lasst das Bau- 
teil 14 wahrend seiner Drehung um eine in einem Bohrloch 29 angeordnete Drehachse ein 
2 0 maximales Inspektionsfenster von einem Abstand zwischen den Vorspriingen 18a und 18b 
zu. Dieser Abstand kann beispielsweise eine Grolienordnung von ca. 20 mm aufweisen. Bei 
einem Weiterdrehen uber die 90°-Stellung des drehbaren Bauteiles 14 hinweg verkleinert 
sich dann wieder das Inspektionsfenster und verschwindet bei einer 180°-Stellung des dreh- 
baren Bauteils 14 vollstandig. 

25 

In Fig. 5 wird in einer einfachen schematischen Vorderansicht die Funktionsweise der erfin- 
dungsgemalien Vorrichtung gezeigt. Das hier nicht naher dargestellte drehbare Bauteil, wel- 
ches zwischen der Kamera 23 und dem Trager 1 1 angeordnet ist, beinhaltet unter anderem 
die Durchgangsoffnung 28, welche sich auf einer Kreisbahn 15a bewegt. 

30 

Sobald sich die Durchgangsoffnung 28 in vertikaler Stellung befindet, also die hier nicht ge- 
zeigten Aufnahmeelemente horizontal ausgerichtet sind, kann die optische Verbindungsli- 
nie 23a von der Kamera 23 zu dem zu entnehmenden Halbleiterchip auf dem Trager 1 1 auf- 
gebaut werden. Innerhalb dieses kurzen Hineinschwenkens der Durchgangsoffnung 28 in die 
35 optische Verbindungslinie 23a fmdet eine Kurzzeitaufnahme der Oberflache und der Lage 
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des zu entnehmenden Halbleiterchips statt Ein Weiterdrehen des Bauteiles in eine Richtung 
entgegen dem Uhrzeigersinn, wie es durch den Pfeil 15 angedeutet wird, lasst das hier nicht 
gezeigte Aufnahmeefement zu dem zu entnehmenden Chip verschwenken und Aufnehmen. 
AnschlieRend findet eine 180°-Drehung des Bauteils in entgegengesetzter Richtung, also im 
5 Uhrzeigersinn wie es durch Pfeil 16 gezeigt wird, statt. 

In Fig. 6 werden in einer schematischen Darstellung die Beobachtungs- bzw. Inspektionsbe- 
reiche, die der Kamera 23 wahrend einer Drehung des mit der Durchgangsoffnung 28 aus- 
gebildeten Bauteils 14 zur Verfugung stehen, dargestellt. Fur eine gesamte 360°-Drehung 
10 des Bauteiles und der Durchgangsoffnung entgegen dem Uhrzeigersinn (Bezugszeichen 31) 
und mit dem Uhrzeigersinn (Bezugszeichen 32), wie es auch durch Pfeile 33 und 34 ange- 
deutet wird, sind zur Verfugung stehende Inspektionsbereiche 35 und 36 bei einer ca. 90°- 
Stellung des Bauteiles ausgebildet. 

15 Um bei einem Hineinschwenken der Durchgangsoffnung in die optische Verbindungslinie 
zwischen der Kamera und dem Wafer keine verwischten Bilder zu verursachen, wird die 
Kamera mit einer Zeitverzogerung von ca. 10 msec, wie es durch Winkelabschnitte 37 und 
38 dargestellt wird, aktiviert 

2 0 Samtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden als erfindungswe- 
sentlich beansprucht, sofern sie einzeln Oder in Kombination gegeniiber dem Stand der 
Technik neu sind. Samtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden 
einzeln und in Kombination als erfindungswesentlich angesehen. Abwandlungen hiervon 
sind dem Fachmann gelaufig. 

25 
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Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Oberpriifen und Umdrehen elektronischer Bauelemente, insbeson- 
dere Flipchips, miteinem an einem Drehpunkt (17) drehbar gelagerten Bauteil (14) 
zum Umdrehen der elektronischen Bauelemente, wobei an dem Bauteil (14) auBen- 
seitig ein erstes Aufnahmeelement (19) zum Aufnehmen eines einzelnen elektroni- 
schen Bauelementes von einem Trager (14) und dessen Festhalten wahrend einer 
Drehbewegung (15, 16; 15a) des Bauteils (14) befestigt ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

ein zweites Aufnahmeelement (20) dem ersten Aufnahmeelement (19) bezuglich dem 
Drehpunkt (17) gegenuberliegend derart aufJenseitig an dem Bauteil (14) angeordnet 
ist, dass jeweils ein Aufnahmeelement (19, 20) bei jeder Drehung (15, 16) des Bau- 
teils (14) urn 180° dem Trager (1 1 ) zugewandt ist, und 

dass in dem Bauteil (14) zwischen den Aufnahmeelementen (19, 20) eine Durch- 
gangsoffnung (28) derart angeordnet ist, dass die Durchgangsoffnung (28) bei einer 
Drehung (15, 16) des Bauteils (14) urn 90° Oder 270° dem Trager (11) zugewandt ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das erste Aufnahmeelement (19) an einem ersten Vorsprung (18a) und das zweite 
Aufnahmeelement (20) an einem zweiten Vorsprung (18b) des Bauteils (14) befestigt 
sind. 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Durchgangsoffnung (28) zwischen den Vorsprungen (18a, 18b) als ein an einer 
Langsseite offener Durchgangskanal (28) ausgebildet ist. 

5 

4. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

auf einer dem Trager (11) abgewandten Seite des drehbaren Bauteils (14) eine erste 
optische Einrichtung (23) zum optischen Oberpriifen von Oberflachen und korrekten 
1 0 Lagepositionen der vor ihrer Aufnahme auf dem Trager (11) angeordneten elektroni- 

schen Bauelemente angeordnet ist. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

15 die Durchgangsoffnung (28) derart geformt ist, dass sie eine optische Verbindung 

zwischen der ersten optischen Einrichtung (23) und einem auf dem Trager (11) an- 
geordneten elektronischen Bauelement wahrend einer Drehbewegung (15, 16) des 
drehbaren Bauteils (14) zulasst. 

2 0 6. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 

gekennzeichnet durch 

eine zweite optische Einrichtung (25) zur Oberprufung einer korrekten Lage des um- 
gedrehten und abgelegten elektronischen Bauelements. 

25 7. Verfahren zum Oberpriifen und Umdrehen elektronischer Bauelemente, insbesonde- 
re Flipchips, die von einem auf einem Trager (11) angeordneten Verbund elektroni- 
scher Bauelemente einzeln mittels eines an einem drehbaren Bauteil (14) angeordne- 
ten ersten Aufnahmeelement (19) aufgenommen und in umgedrehter Lage abgelegt 
werden, wobei das drehbare Bauteil (14) zwischen dem Trager (11) und einer ersten 

30 optischen Einrichtung (23) zum Oberpriifen der Oberflache und korrekten Lagepositi- 

on eines einzelnen auf dem Trager (1 1) angeordneten Bauelements platzierbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

wahrend einer 180°-Drehung (15, 16) des drehbaren Bauteils (14) eine Aufnahme 
eines einzelnen auf dem Trager (11) angeordneten elektronischen Bauelements mit- 

3 5 tels des ersten Auf nahmeelements (1 9), 
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eine Oberpriifung einer Oberflache und korrekten Lageposition eines weiteren auf 
dem Trager (11) angeordneten elektronischen Bauelements mittels der optischen 
Einrichtung (23) und einer im drehbaren Bauteil (14) angeordneten Durchgangsoff- 
nung (28), 

5 ein Ablegen des mittels des ersten Aufnahmeelements (19) festgehaltenen elektroni- 

schen Bauelements auf einer Ablageeinrichtung (21) nach einer 180°-Drehung (15, 
16) des drehbaren Bauteils (14) a und 

zugleich eine weitere Aufnahme des weiteren elnz.e\nen auf dem Trager (11) ange- 
ordneten elektronischen Bauelements mittels einem zweiten gegenuber von dem ers- 
10 ten Aufnahmeelement (19) auBenseitig an dem drehbaren Bauteil (14) angeordneten 

Aufnahmeelements (20) durchgefuhrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

15 nach der 180°-Drehung (15) eine in entgegengesetzter Richtung verlaufende 180°- 

Drehung (16) durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

2 0 mittels einer zweiten optischen Einrichtung (25) eine korrekte Lageposition des urn- 

gedrehten und abgelegten Bauelements wahrend oder nach seines Transports uber- 
priift und eingestellt wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 — 9, 
25 dadurch ge ke n nze ich net, dass 

die erste optische Einrichtung (23) mit einer vorbestimmbaren Zeitverzoge- 
rung (37, 38) nach einem Hineindrehen der Durchgangsoffnung (28) in eine optische 
Verbindungslinie (23a) zwischen der ersten optischen Einrichtung (23) und dem noch 
auf dem Trager (11) angeordneten elektronischen Bauelement aktiviert wird. 

30 
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